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1	 GENERAL

1.1  Bereik van dit document  Deze norm beschrijft materialen, methoden en aanvaardbaarheidseisen voor de 
productie van gesoldeerde elektrische en elektronische geassembleerde printplaten. Het doel van dit document is te 

komen tot procescontrole methoden die een continue kwaliteitsniveau gedurende de fabricage van de producten garanderen. 
Het is niet de bedoeling van dit document om elke andere aanvaardbare procedure, voor het plaatsen van componenten of het 
aanbrengen van flux en soldeer om de elektrische verbinding te maken, uit te sluiten.

1.2  Doelstelling  Deze norm beschrijft materiaaleisen, proceseisen en acceptatiecriteria voor de productie van 
gesoldeerde elektrische en elektronische geassembleerde printplaten. Voor een beter begrip van de in dit document 

beschreven aanbevelingen en eisen, kan men dit document gebruiken in combinatie met IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 en de 
IPC-A-610. Normen kunnen op elk moment worden bijgewerkt, inclusief toevoeging van wijzigingen/verbeteringen 
(amendments). Het gebruik van een wijziging of een nieuwere revisie is niet automatisch vereist.

1.3  Classificatie  Deze norm is gebaseerd op het feit dat voor elektrische en elektronische geassembleerde printplaten 
een klassenindeling van toepassing is, welke afhankelijk is van het voorgenomen eindgebruik. Er zijn drie algemene 
productklassen voor eindproducten vastgesteld om de verschillen in produceerbaarheid, complexheid, functionele prestatie-
eisen en de frequentie van controles (inspectie/test) weer te geven. Men dient er rekening mee te houden dat er voor bepaalde 
productsoorten enige overlap kan bestaan tussen de verschillende productklassen.

De gebruiker (klant), zie 1.8.13, is verantwoordelijk om de productklasse te bepalen. De productklasse zou vastgelegd moeten 
worden in het contract.

Klasse 1 – Algemene elektronische producten
Omvat producten die voor toepassingen gebruikt worden waarbij de belangrijkste eis het functioneren van het eindproduct is.

Klasse 2 – Specifieke service elektronica
Omvat producten waarbij hoge prestaties en een lange levensduur van belang zijn en waarbij ononderbroken dienst gewenst is, 
maar niet noodzakelijk is. Normaliter veroorzaakt de gebruiksomgeving geen fouten/problemen.

Klasse 3 – Hoge betrouwbaarheid elektronica
Omvat producten welke continu prestaties moeten leveren of waarbij ‘dienst op afroep’ noodzakelijk is. Uitval van apparatuur 
kan niet worden getolereerd. De gebruiksomgeving kan extreem ruw zijn en de apparatuur moet te allen tijde functioneren 
wanneer dit verlangd wordt, zoals bv. bij levens-ondersteunende apparatuur en andere kritieke systemen.

1.4  Maateenheden en toepassingen  Deze norm maakt gebruik van eenheden volgens het internationale systeem van 
eenheden (SI) per ASTM Sil0, IEEE/ASTM SI 10, Hoofdstuk 3 [Engels imperiaal eenheden staan tussen haakjes voor het 
gemak]. De SI-eenheden die worden gebruikt in deze norm zijn millimeters (mm) [in] voor afmetingen en maattoleranties, 
graden Celsius (°C) [°F] voor temperatuur en temperatuur toleranties, gram (g) [oz] voor gewicht en lumen (lm) [footcandles] 
voor verlichtingssterkte. 

Opmerking:  Deze norm gebruikt andere SI-voorvoegsels (ASTM Sl10, sectie 3.2) om nullen te verminderen (bijvoorbeeld 
0,0012 mm wordt 1,2 μm) of als alternatief voor machten-van-tien (3,6 x 103 mm wordt 3,6 m).

1.4.1  Controle van afmetingen  De specifieke afmetingen in dit document, zoals componentplaatsing, soldeerverbinding 
dimensies en het vaststellen van percentages, hoeven niet daadwerkelijk nagemeten te worden, behalve in geval van twijfel. 
Om vast te kunnen stellen of de specificatie overeenstemt, worden alle limieten in deze norm als absolute limieten beschouwd 
en elk laatste cijfer wordt afgerond zoals gedefinieerd in ASTM methode E29. Bijvoorbeeld een specificatie-afmeting van 
2,5 mm max., max. 2,50 mm of max. 2,500 mm, rond de gemeten waarde af tot op 0,1 mm nauwkeurig, 0,01 mm of 0,001 mm, 
en vergelijk het dan met het geciteerde specificatiegetal.

1.5  Definities van de Eisen  Het woord moet of mag niet wordt in de tekst van dit document gebruikt wanneer er een eis is 
voor materialen, voorbereiding, procescontrole, of aanvaarbaarheid van een gesoldeerde verbinding.

Eisen voor gesoldeerde elektrische en elektronische 
geassembleerde printplaten


